



























































































































































































































































































































































































































































年下降  到  
。
这一惊人的
下降速度使计算机用户花同样的钱就能买到功能日
益强大的计算机
,
而半导体公司则从中获得了大量的
利润
。
现在情况已发生了变化
。
随着芯片上的线路尺寸
缩小到 微米以下
,
常规的集成电路技术将逐渐失去
其作用
。
在 微米左右的尺度上
,
量子效应将开
始对半导体器件的性能产生重大的影响
,
这样就需要
一种以概率法则为基础的新技术
。
但是
,
目前半导体
工业界仍试图从传统的制造工艺中获得改进
,
这样就
使微型化的进展遇到了越来越大的困难
。
常规的芯片制造工艺是在硅片表面上生长出或
沉积出硅
、
氧化物及金属的薄层
,
然后用蚀刻法或光
刻法在硅片上制出电路图案
,
并通过掺杂工艺植入硼
或砷之类的材料以控制晶体管及其它电路元件的导
电率
。
硅片加工完毕后再切成一块块芯片
,
并用陶瓷
或塑料将其封装起来
。
在制造微芯片时
,
需要把上述
各个操作步骤重复许多次
。
例如
,
现今最先进的芯片
—具有 万位的存储能力—需要经过 道
工序才能制造出来
。
如果半导体工业界要在 年
时实现大批生产存储能力为 亿位的动态随机存取
存储器的目标
,
则工序的数字可能要增加两倍
。
多年来研究人员开发出了一系列的方法以提高
芯片的生产率
,
但现在这些方法已逐渐失去其作用
。
旨在减少硅片上缺陷数量的洁净加工技术已使半导
体的产率达到  以上
。
专家们认为
,
在现有技术的
基础上不大可能使产率有显著的提高
。
另一项提高生
产率的办法是扩大硅片的直径以便一台机器上能同
时加工更多的芯片
,
但这一途径对半导体制造商的吸
引力也正在下降
,
因为在过去若干年中引进较大硅片
的研究开发费用总是由单独一家芯片制造厂商承担
,
这样它无形中就为 自己的竞争对手们提供了一种补
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